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ペクト比が 1.15 以下であり、限りなく 1 である。2 点目は、レーザー回折法の測定によ
る銀粒子の粒度分布における体積基準の頻度 90%径：D90と頻度 10%径：D10の比で表す単分


















































































ヒドラジン(aq.) + H2O 
純度:97%
ルート 1





























ルート 3 a, b, c, d







図５ フェノムワールド社 走査型電子顕微鏡 
 
図６ 日立ハイテクノロジーズ社 ＳＵ５０００電界放出型走査電子顕微鏡 
 




図８ セイシン企業社 タップデンサーＫＹＴ-５０００タップ密度測定装置 
 
図９ ユアサアイオニクス社 モノソーブ比表面積測定装置 
銀粒子の形状観察はフェノムワールド社製走査型電子顕微鏡により観察した。そして、
粒子の長径と短径から形状アスペクト比を算出した。銀粒子の表面状態は日立ハイテクノ
ロジーズ社製 SU5000 電界放出型走査電子顕微鏡により観察した[73,84〜88]。 
銀粒子の充填性を表すタップ密度は ISO3953:2011に準ずる JIS2512に沿ってセイシン






























AgNO3 + NaOH → 1/2Ag2O↓+ NaNO3 + 1/2H2O                           （２） 
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AgNO3 + NaCl → Ag2Cl↓+ NaNO3                                      （４） 









図１３の粒度分布は幅が広く、65μm から 0.3μm の間で分布、体積基準の頻度 50%径
が 10.92μmであった。 
 






AgNO3 + NH4OH → 1/2Ag2O↓+ NH4NO3 + 1/2H2O









1/2Ag2O + 2NH4OH + 1/2H2O → [Ag(NH3)2]
















Ｄ１０：１．７２０μｍ Ｄ５０：４．４２３μｍ Ｄ９０：８．３９９μｍ 
図１５ 合成ルート３ａから生成する銀粒子の粒度分布 
 [Ag(NH3)2]












+ + OH- + 1/2N2H4 → Ag↓ + 2NH3 + H2O + 1/2N2             （９） 
図１６の走査電子顕微鏡写真においてヒドラジンの還元力の強さに由来する大きな銀
粒子の凝集体が形成されていることが確認出来た。 
図１７の粒度分布はかなり幅が広く、65μm から 0.3μm の間で分布、体積基準の頻度
50%径が 10.78μmであった。 
 





































図１９の粒度分布は幅が狭くなっているが、3μm から 0.3μm の間で分布、特に 1μm












































































































粒度比 D90/D10 = 3.065
還元剤：1,4-ベンゼンジオール




































































































































































Ｄ１０：１．３９１μｍ Ｄ５０：１．８１２μｍ Ｄ９０：２．２３０μｍ 
図３５ １，４－ベンゼンジオールから生成する銀粒子の粒度分布 




























































































































































重量減量(270 – 295℃) 
















































































































































































































































Ｄ１０：０．５２４μｍ Ｄ５０：０．９２９μｍ Ｄ９０：１．４２７μｍ 
図５３ コラーゲン添加したヒドラジンから生成する単分散銀粒子の粒度分布 


































































































































添加時間 2 秒の時は 80.83、18 秒の時は 80.00 であり、明度に対して還元剤の液中添
加時間は影響を与えない。 




































































































































































































































































となる粒子径 D90と 10%となる粒子径 D10の粒度比が 2.200 以下、そして粒子の色合いは理




























































水溶液単独還元では体積基準の頻度 50%径 D50:10.78μm からゼラチンを添加したヒドラ
ジン水溶液還元では 1.34μm に微粒化、粒度比 D90/D10は 14.146から 2.144に最狭化そし
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